Fraunhofer IZM

Das Fraunhofer IZM erforscht in der Abtei-
lung System Design & Integration Methoden
und Werkzeuge flr den zielgerichteten tech-
nologie-orientierten Entwurf elektronischer
Systeme. So werden die wissenschaftlichen
Grundlagen fur entwicklungsbegleitende
Simulationen der unterschiedlichen Phano-
mene elektrischer, magnetischer und elektro-
magnetischer, aber auch thermischer und
mechanischer Kopplungen gelegt. Mithilfe
derartiger Systembeschreibungen werden
schon wahrend der Konzepterstellung unter-
schiedliche Technologievarianten verglichen
und parameterbasierte Bewertungen durch-
gefuhrt. In Applikationsprojekten werden
diese Methoden in Form von Machbarkeits-
studien und Prototypentwicklungen einge-
setzt. Dies ermaglicht bereits in einer frihen
Phase des technologie-orientierten Produkt-
designs auf technologischen Parametern
basierende Funktions-, Volumen-, Zuverlas-
sigkeits- und Kostenanalysen effektiv durch-
zufUhren.
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Low Power Wireless Sensor Network
with Localization

Im BMBF-geforderten Projekt LOWILO werden
neuartige Ansatze zur Lokalisierung, Miniaturi-
sierung und Energieeffizienzsteigerung zukunf-
tiger drahtloser Funksensorknoten erforscht.

In der Abteilung SDI am Fraunhofer IZM werden
hierflr innovative Losungen fur die elektrische
Systemintegration des Hochfrequenz-Frontends
fur das Kommunikations- und Radarmodul ent-
wickelt, insbesondere fir den Be-

trieb im 24 GHz ISM-Band. Dabei  Drahtlose Sensornetzwerke

steIItllnsbesondere die kompakte Zur Uberwachung von
Platzierung von HF-Komponenten

in einem 3D Wafer-Level-Aufbau  Umgebungsparametern
eine Herausforderung dar.

Deshalb werden folgende Teilarbeiten im Pro-
jekt durchgefuhrt: (1) Auslegung und Model-
lierung impedanzkontrollierter HF-Leitungen;
(2) Entwurf und Integration einer effizienten
24 GHz Planarantenne und eines kompakten
Bandpassfilters; und (3) Entwurf horizontaler
und vertikaler Schirmungsanordnungen.
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Unter diesen Umwelteinfliissen funktioniert das System:

Kalte, Hitze, Neigungswinkel, Schmutz, Rotation, Druck

—

Ausgehend von den Ergebnissen dieser
Arbeiten werden Technologie-angepasste
EntwurfsmaBnahmen abgeleitet und somit
Trial-and-Error Iteration bereits in der Prelay-
out-Phase der Systementwicklung vermie-
den.
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